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EKG per Pflaster: Europaisches Verbundprojekt
APPLAUSE erfolgreich abgeschlossen

Forschende am Fraunhofer IZM haben zusammen mit 31 Partner*innen aus In-
dustrie und Forschung ein dehnbares und kabelloses Pflaster entwickelt, mit
dem diagnostisch relevante Herziiberwachung in den Alltag gebracht werden
kann. Damit ldsst sich die Zahl stationdrer Untersuchungen fiir Risikopati-
ent*innen reduzieren. Weiterhin wird die Halbleiter-Wertschopfungskette fiir
den Medizinsektor in Europa durch die Entwicklung neuer Werkzeuge, Metho-
den und Prozesse fiir die Serienfertigung gestarkt.

Mit Smartwatches die eigene Fitness zu tracken, gehort fir viele Menschen zum Alltag.
Mit einem Blick aufs Smartphone erkennt man Puls, Schrittanzahl, Schlafqualitat oder
sogar den Herzrhythmus. Solche Angaben zur Herzgesundheit kénnen nun durch weit-
aus komplexere Gesundheitsdaten erganzt werden und bei der medizinischen Diagnose
helfen. Der im von der Europaischen Union geforderten ESCEL-Projekt APPLAUSE (, Ad-
vanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in
Europe”) entstandene Demonstrator ist so diinn wie ein gewohnliches Pflaster. Im In-
neren verstecken sich Sensoren und winzige Elektronik fiir ein Langzeit-Monitoring des
Herzens. Einmal aufgeklebt, ermdglicht das Plug&Play-Patch die kardiologische Uber-
wachung von Patient*innen. Konkret konnen Vitaldaten wie die Sauerstoffsattigung im
Blut, die Brustbewegung sowie die Bioimpendanz gemessen und zur Kontrolle durch
klinisches Personal direkt an eine App Ubertragen werden. Im Fokus der Forschenden
am Fraunhofer IZM stand die System- und Schaltungsentwicklung, die Aufbau- und
Verbindungstechnik sowie die Integration eines dichtgepackten Schaltungstragers in
das Pflaster.

Hoher Tragekomfort dank TPU

Als Tragerfolie fir das Pflaster wurde thermoplastisches Polyurethan (TPU) verwendet,
das aufgrund seiner Flexibilitdt und Dehnbarkeit einen hohen Tragekomfort am Koérper
ermoglicht. Das Material lasst sich zudem kostenglinstig mittels gangiger Leiterplatten-
technologien, wie beispielsweise der Montage von Komponenten mit Pick-and-Place
Maschinen verarbeiten. Dieser Vorteil wurde durch die Integration der elektrischen
Funktionalitaten in ein duales System-in-Package-Design (SiP) genutzt, das direkt auf
der flexiblen Leiterplatte montiert wurde. Wirth Elektronik Circuit Board Technology
hat das Design der Leiterplatten mitbegleitet sowie die Fertigung der Substrate reali-
siert. Dazu wurden neuartige ultra- und starrflexible Aufbauvarianten mit dem Projekt-
partner OSYPKA AG konzipiert und die Leiterplatten auf Basis der hautfreundlichen
Substrate hergestellt.
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Schaltungstrager, die mit Bauteilen unterschiedlicher Hohen bestlckt sind, auf TPU
maoglich ist. Der hohe Grad der Miniaturisierung und dichten Integration fihrte letzt-
endlich zu einem sehr unauffalligen Formfaktor, wahrend die dehnbare Leiterplatte ein
ausgesprochen nachgiebiges und biokompatibles Substrat darstellt. Der Druck der
Elektroden direkt auf der flexiblen Leiterplatte sowie die Integration der gesamten
Elektronik in ein textiles Substrat haben die Entwicklung der medizinischen Patches zur
Uberwachung der Kérperfunktionen entscheidend vorangebracht. Auch Christine Kall-
mayer, Projektverantwortliche am Fraunhofer IZM, zeigt sich mit den Ergebnissen sicht-
lich zufrieden: ,Vor einigen Jahren war so ein elektronisches Pflaster zur Herziiberwa-
chung noch unvorstellbar. Erst durch die Weiterentwicklung von Integrationstechnolo-
gien ist es nun moglich, Medizintechnik so zu miniaturisieren, dass es als biokompatib-
les und dehnbares Pflaster statt als starres Gerat genutzt wird.”

Der APPLAUSE-Demonstrator sowie weitere Forschungshighlights der Gruppe ,, System
on Flex” von Frau Kallmayer werden dieses Jahr auf der COMPAMED vom 13.-16 No-
vember 2023 in Dusseldorf vorgestellt.

Das Vorhaben ist Teilprojekt des APPLAUSE-Projekts, welches im Rahmen von ECSEL
Joint Undertaking durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der
Europaischen Union mit einer Summe in Héhe von 34,5 Mio. Euro gefordert wird. Wei-
tere Projektpartner waren Wurth Elektronik Circuit Board Technology, das Interuniver-
sitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), Precordior QY die Fraunhofer-Institute ENAS
und IMS sowie 26 weitere europdische Partner*innen aus Industrie und Forschung, die
hier aufgelistet sind: https://www.elektronikforschung.de/projekte/applause

(Text: Niklas Goll)
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Das Pflaster mit Sensoren, Elektronik und Batterie kann problemlos auf den
Oberkorper geklebt werden. © Fraunhofer IZM / Volker Mai | Bildquelle in
Farbe und Druckqualitdt: www.izm.fraunhofer.de/pics.

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die fiihrende Organisation fir angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem
Dach arbeiten 72 Institute an Standorten in ganz Deutschland. Mehr als 26 600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bearbeiten das jahrliche Forschungsvolumen von 2,6 Milliarden Euro. Davon fallen 2,2 Milliarden Euro
auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Rund 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraun-
hofer-Gesellschaft aus Auftragen der Industrie und &ffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale
Niederlassungen sorgen fir Kontakt zu den wichtigsten gegenwartigen und zukinftigen Wissenschafts- und
Wirtschaftsraumen.

Das Fraunhofer IZM: Unsichtbar — aber unverzichtbar: nichts funktioniert mehr ohne hoch integrierte Mikro-
elektronik und Mikrosystemtechnik. Grundlage fir deren Integration in Produkte ist die Verfligbarkeit von zu-
verlassigen und kostengiinstigen Aufbau- und Verbindungstechniken. Das Fraunhofer IZM, weltweit fihrend
bei der Entwicklung und Zuverlassigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien, stellt seinen Kun-
den angepasste Systemintegrationstechnologien auf Wafer-, Chip- und Boardebene zur Verfligung. Forschung
am Fraunhofer IZM bedeutet auch, Elektronik zuverlassiger zu gestalten und seinen Kunden sichere Aussagen
zur Haltbarkeit der Elektronik zur Verfligung zu stellen.
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